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(57) Abstract: The invention relates to a conductor frame for a surface-mounted radiation-emitting component, preferably a light- 
er) emitting diode component comprising at least one chip connecting zone and at least one externa] connecting strip. The conductor 
O frame is planar and between the chip connecting zone and the external connecting strip a deformation element, preferably a spring 
Q element, is disposed that allows for an elastic or plastic deformation of the conductor frame in the plane of the conductor frame. The 

invention further relates to a housing, a surface-mounted component and a system comprising a plurality of said components. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt einen Leiterrahmen fttr ein oberflachenmontierbares strahlungsemittierendes 
Bauelement, vorzugsweise ein Lichtemissionsdioderibauelement mit mindestens einem Chipanschlussbereich und mindestens einem 
extemen Anschlussstreifen, wobei der Leiterrahmen eben gebildet ist und zwischen dem Chipanschlussbereich und dem extemen 
Anschlussstreifen ein Verformungselement, vorzugsweise ein Federelement, angeordnet ist, das eine elastische oder plastische Ver- 
formung des Leiterrahmens in der Ebene des Leiterrahmens ermOglicht. Weiterhin wird ein GehSuse, ein oberflachenmontierbares 
Bauelement und eine Anordnung mit einer Mehrzahl solcher Bauelemente angegeben. 
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Beschreibung 

Leiterrahmen und Gehause fur ein strahlungsemittierendes Bau- 
element, strahlungsemittierendes Bauelement und Anzeige- 
5 und/oder Beleuchtungsanordnung mit strahlungsemittierenden 
Baue 1 ement en 

Die Erf indung betrifft einen Leiterrahmen nach dem Oberbe- 
griff des Patentanspruchs 1, ein Gehause nach dem Oberbegriff 
10 des Patentanspruchs 15 , ein strahlungsemittierendes Bauele- 
ment nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 26 sowie eine 
Anzeige- und/oder Beleuchtungsanordnung mit strahlungsemit- 
tierenden Bauelementen nach dem Oberbegriff des Patentan- 
spruchs 31. 

15 

Ein strahlungsemittierendes Bauelement der genannten Art ist 
in Figur 7 schematisch dargestellt und beispielsweise in der 
EP 0 400 176 Al beschrieben. Das Bauelement weist einen Ge- 
hausegrundkorper 31 mit einer Auf lagef lache 32 auf , in den 

20 ein Leiterrahmen 33 eingebettet ist, Teile des Leiterrahmens 
33 sind als AnschluSstreif en ausgebildet, die aus dem Gehau- 
segrundkorper 31 herausragen und im weiteren Verlauf so gebo- 
gen sind, daS ihre AnschluSf lachen 34 mit der Auf lagef lache 
32, die die Montageebene des Bauelements festlegt, in einer 

25 Ebene liegen. Die Biegungen 35 in den Anschlufcstreif en ver- 

leihen den AnschluSstreif en gewisse elastische Eigenschaf ten, 
so daS einerseits eine stabile, kippfreie Auflage des Bauele- 
ments, beispielsweise auf einer Leiterplatte gewahrleistet 
ist* und andererseits mechanische Spannungen, die insbesondere 

30 beim Einloten des Bauelements entstehen konnen # elastisch ab- 
gefangen werden. Da Temperaturanderung beim Einloten des Bau- 
elements und auch im Betrieb in der Regel unvermeidlich sind 
oder deren Vermeidung zumindest einen hohen Aufwand erfor- 
dert, kann auf eine gewisse Elastizitat des Bauelements, ins- 

35 besondere auf eine Flexibility der AnschluSstreif en, nicht 
verzichtet werden. 




WO 03/019677 PCT/DE02/02866 



2 

Weiterhin mussen die AnschluSstreif en so geformt sein, daS 
Bauelemente, die als Schuttgut gepackt sind, sich nicht in- 
einander verhaken. SchlieSlich muE durch die AnschluSstreif en 
eine ausreichend stabile Befestigung des Bauelements sicher- 
5 gestellt sein. 

Die bekannte gebogene Ausfuhrungsf orm der Anschlufistreif en 
erhoht allerdings sowohl vertikal wie horizontal den Platzbe- 
darf fur ein solches Bauelement. Durch die gestreckt S-formi- 

10 gen Biegungen 35 ist in horizontaler Richtung ein gewisser 
Mindestabstand der AnschluSf lichen 34 von dem Gehausegrund- 
korper 31 vorgegeben. Dessen Verringerung wurde eine starkere 
Biegung des Leiterrahmens 33 erfordern und damit die Gefahr 
erhohen, daiS sich Bauelemente ineinander verhaken. Durch die 

15 Biegung 35 des Leiterrahmens 33 zur Montagef lache 32 des Bau- 
elements hin wird zudem das von dem Bauelement beanspruchte 
Volumen erhoht und die minimale Hohe des Bauelements im ein- 
gebauten Zustand festgelegt. 

2 0 Bei sehr kleinen Bauformen, die beispielsweise eine hohe Pak- 

kungsdichte und/oder flache Bauweise und/oder eine Montage in 
runden Leiterbahndurchbruchen, das heiSt Bohrungen ermogli- 
chen soli, ist der Platzbedarf so gering wie moglich zu hal- 
ten. 

25 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Leiterrahmen 
und ein Gehause f\ir ein strahlungsemittierendes oberfl&chen- 
montierbares Bauelement und ein strahlungsemittierendes ober- 
f lachenmontierbares Bauelement sowie eine Anzeige- und/oder 

3 0 Beleuchtungsanordnung mit strahlungsemittierenden oberfla- 

chenmontierbaren Bauelementen mit jeweils geringem Platzbe- 
darf anzugeben. Insbesondere ist es Aufgabe der Erfindung, 
einen Leiterrahmen zu schaffen, der zudem eine ausreichende 
ElastizitSt bei gleichzeitig ausreichender mechanischer Sta- 
35 bilitat aufweist. 
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Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der Patentanspruche 
1, 15, 26 bzw. 31 gel6st. Vorteilhafte Weiterbildungen der 
Erfindung sind Gegenstand der abhangigen Anspruche. 

5 Der Erfindung liegt die Idee zu Grunde, den Leiterrahmen fur 
ein strahlungsemittierendes Bauelement insbesondere im Be- 
reich auSerhalb eines Gehauses weitestgehend eben auszubilden 
und dabei so zu formen, dag durch Deformation entstehende 
Verspannungen in der Ebene des Leiterrahmens elastisch oder 
10 plastisch abgefangen werden. Dabei bilden Teile des Leiter- 
rahmens zugleich die Auf lagef lache des Bauelements. 

Erf indungsgemaS ist insbesondere vorgesehen, einen Leiterrah- 
men fur ein oberf lachenmontierbares strahlungsemittierendes 

15 Bauelement, beispielsweise einer Lichtemissionsdiode, zu bil- 
den, der mindestens einen ChipanschluSbereich und mindestens 
einen externen AnschluSstreif en auf weist, wobei der Leiter- 
rahmen eben ausgebildet ist und zwischen dem ChipanschluSbe- 
reich und dem externen AnschluSstreif en ein Verf ormungsele- 

20 ment angeordnet ist, das eine elastische oder plastische Ver- 
formung des Leiterrahmens in der Ebene des Leiterrahmens er- 
moglicht. Bevorzugt ist das Verf ormungs element als Federele- 
ment ausgef fthrt . 

25 Bei einer vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung weist der 
Leiterrahmen zwei oder mehr AnschluSstreif en auf, wobei je- 
weils ein Verf ormungs element oder Federelement zwischen An- 
schluSstreif en und dem ChipanschluSbereich angeordnet ist . 

30 Durch die ebene Ausfuhrung des Leiterrahmens kann mit Vorteil 
ein Bauelement gebildet werden, das senkrecht zur Leiterrah- 
menebene nur sehr geringe Gehauseausdehnungen und einen sehr 
geringen Platzbedarf auf weist. Weiterhin kann die externe An- 
schluSf l&che des Bauelements nahe an dem Bauelementgehause 

35 angeordnet werden, da der horizontale Platzbedarf auf Grund 
der ebenen Ausfuhrungsf orm sehr gering ist. Die Verf ormungs- 
bzw. Federelemente gew&hrleisten dabei eine ausreichende Fie- 
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xibilitat gegen Verspannungen und De format ionen, wie sie bei- 
spielsweise beim Einl6ten oder auf Grund von thermischer Be- 
lastung im Betrieb des Bauelements entstehen korxnen. 

Mit der erf indungsgemaSen Ausftihrung des Leiterrahmens, Ge- 
hauses bzw. Bauelements kann vorteilhaf terweise vermieden 
werden, daS Leiterrahmenteile erst nach Herstellen eines Bau- 
elementgehauses gebogen werden mussen. Dies ist insbesondere 
bei durch Umpressen oder Umspritzen hergestellten Gehausekor- 
pern von Bedeutung. Die Gefahr der Delamination von Gehause 
und Leiterrahmen wird dadurch verringert, was insbesondere 
bei stark miniaturisierten Geh&usen verstarkt zur Geltung 
kommt . 

Bei einer vorteilhaf ten Weiterbildung der Erf indung ist das 
Verformungselement als Federstreif en ausgebildet, der ausrei- 
chend schmal ist, urn die erf orderliche Flexibilitat des Lei- 
terrahmens zu gewahrleisten. Vorzugsweise ist dieses Verfor- 
mungselement schmaler als der angrenzende Anschlufistreif en 
ausgefiihrt und verlauft quer zur Haupterstreckungsrichtung 
des Leiterrahmens. Durch diesen Verlauf des Federstreif ens 
wird erreicht, daS mechanische Spannungen in der Ebene des 
Leiterrahmens weitgehend unabhangig von ihrer Richtung gut 
abgefedert werden konnen. Weiterhin ermoglicht diese Ausfuh- 
rungsform eine einfache und kostengunstige Herstellung des 
Leiterrahmens, indem der Leiterrahmen aus einem Blech oder 
einer Folie ausgestanzt wird. AnschluSstreif en und angren- 
zende Verf ormungselemente, sowie Teile des Chipanschlufibe- 
reichs sind dabei einstilckig gebildet und konnen in einem Ar- 
beitsschritt aus einem Blech oder einer Folie gestanzt sein. 

Bei einer vorteilhaf ten Weiterbildung der Erfindung weist der 
AnschluSstreifen einen Vorsprung und/oder ein Gehausekorper 
einen Vorsprung oder eine Nut auf, der bzw. die eine Verarike- 
rung des Anschlufistreif ens in dem Gehausekorper ermoglicht. 
Damit wird die Gefahr einer Verbiegung des Leiterrahmen bzw. 
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5 

der AnschluSstreif en senkrecht zur Leiterrahmenebene verrin- 
gert . 

Der Chipanschlufibereich ist vorzugsweise zweiteilig mit einem 
Chipanschluteteil und einem Drahtanschlufiteil ausgefuhrt, wo- 
bei der Chipanschlufiteil zur Montage eines strahlungsemittie- 
renden Chips vorgesehen ist. Die weitere Kontaktierung des 
Chips erfolgt mittels einer Drahtverbindung zu dem Drahtan- 
schluSteil . 

Zwischen dem Verformungs- bzw. Federelement und dem Chipan- 
schlussbereich weist der Leiterrahmen vorzugsweise mindestens 
ein Halteelement zur Fixierung des ChipanschluiSbereiches in 
einem Bauelementgehause auf . Dieses dient insbesondere zur 
Zugentlastung des Chipanschlussbereiches . Ein solches Hal- 
teelmente ist beispielsweise mittels einer Aussparung oder 
eines Durchbruches im Leiterrahmen realisiert, in die bzw. 
den das Bauelementgehause eingreift. 

Bei einer vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung ist der 
Leiterrahmen teilweise in ein Gehause eingebettet, wobei die 
Verformungs- bzw. Federelemente mit den angrenzenden An- 
schluSstreif en aus dem Gehause herausgef uhrt sind. Weiterhin 
kann das Gehause ein Strahlungsaustrittsf enster in Form einer 
geeignet geformten Ausnehmung aufweisen, in der der Chipan- 
schluSbereich des Leiterrahmens angeordnet ist . Vorzugsweise 
sind die Seitenf lachen des Strahlungsaustrittsf ensters als 
Strahlungsref lektor ausgebildet. Alternativ kann das Gehause 
auch aus einem strahlungsdurchlassigen Material bestehen und 
den strahlungsemittierenden Chip vollstandig einhullen. 

Eine bevorzugte Weiterbildung eines erf indungsgemafien Gehau- 
ses weist umf angsseitige Vorsprunge auf, die in der Aufsicht 
mit den Verformungs- bzw. Federelementen des Leiterrahmens 
teilweise uberlappen. Vorteilhaf terweise wird so die Gefahr 
einer Verbiegung der AnschluSstreif en bzw. der Verformungs- 
oder Federelemente senkrecht zur Leiterrahmenebene reduziert. 
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Dazu konnen zusatzlich oder alternativ Vorsprunge an den An- 
schluSstreifen wie bereits beschrieben gebildet sein, die in 
den Gehausekorper hineinragen. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsf orm weist der Ge- 
5 hausekorper parallel zur Ebene des LotanschluSstreif ens eine 
im Wesentlichen kreisrunde oder ovale Querschnittsf orm auf • 

Bei einem erf indungsgemafien strahlungBemittierenden Bauele- 
ment ist auf dem ChipanschluSbereich bzw. dem ChipanschluS- 
10 teil des Leiterrahmens ein strahlungsemittierender Chip, bei- 
spielsweise ein Halbleiterchip befestigt. Der Halbleiterchip 
und Teile des Leiterrahmens sind von einem Gehause der be- 
schriebenen Art umgeben. 

15 Ist der Chip innerhalb eines Strahlungsaustrittf ensters ange- 
ordnet, so kann dieses vorteilhaf terweise mit einer dem Chip 
umhullenden, transparenten Masse, vorzugsweise einer Kunst- 
stoff masse gefullt sein. Diese Umhullung dient dem Schutz des 
Chips und ermoglicht zudem die Ausbildung eines dem strah- 

20 lungsemittierenden Chip nachgeordneten optischen Elements, 

beispielsweise in Form einer Linsenoberf lache . Als Umhullung 
eignen sich insbesondere Reaktionsharze wie Epoxidharze, 
Acrylharze oder Silikonharze oder eine Mischung dieser Harze. 

25 Weitere Merkmale, Vorzuge und Zweckmafiigkeiten der Erfindung 
werden nachfolgend an Hand von funf Ausfuhrungsbei spiel en na- 
her erlautert. 

Es zeigen: 



Figur 1 eine schematische Aufsicht auf ein Ausfuhrungsbei- 
spiel eines erf indungsgemaSen Leiterrahmens, 



30 



Figur 2 eine schematische Aufsicht auf ein erstes Ausftih- 
35 rungsbeispiel eines erf indungsgemaSen Gehauses, 
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Figuren 3a, 3b und 3c eine schematische Aufsicht, Seitenan- 
sicht und Unteransicht eines zweiten Ausf lihrungsbeispiels ei- 
nes erf indungsgemaSen Gehauses, 

5 Figur 4 eine schematische perspektivische Ansicht eines 
Ausfuhrungsbeispiels eines erf indungsgemaSen Bauelements, 

Figur 5 eine schematische Schnittansicht eines ersten Aus- 
fuhrungsbeispiels einer erf indungsgemaSen Mehrf achanordnung 
10 strahlungsemittierender Bauelemente, 

Figur 6 eine schematische Schnittansicht eines zweiten Aus- 
filhrungsbeispiels einer erf indungsgemaSen Mehrf achanordnung 
strahlungsemittierender Bauelemente und 

15 

Figur 7 ein oberf lachenmontierbares Bauelement nach dem 
Stand der Technik. 

Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind in den Figuren mit 
20 denselben Bezugszeichen versehen. 

Der in Figur 1 dargestellte Leiterrahmen 1 ist eben und zwei- 
teilig ausgefuhrt. Beide Leiterrahmenteile la und lb weisen 
jeweils einen AnschluSstreif en 2a , 2b auf , an den ein Verf or - 
25 mungselement 3a, 3b grenzt. Bevorzugt ist das Verf ormungsele- 
ment als Federelement ausgefuhrt. 

Von den Verf ormungs element en 3a, 3b erstrecken sich beide 
Leiterrahmenteile la, lb zu einem ChipanschluSbereich 4. Da- 

30 bei kann beispielsweise das eine der beiden in den Chipan- 
schluSbereich 4 ragenden Leiterrahmenteile la als Chipan- 
schluSteil 14 mit einer Montagef lache f\ir einen Chip, vor- 
zugsweise einen strahlungsemittierenden Halbleiterchip, vor- 
gesehen sein. Entsprechen kann das andere Leiterrahmenteil lb 

35 als DrahtanschluSteil 13 ausgebildet sein und eine Drahtan- 

schluSflache aufweisen, die zum elektrischen Kontaktieren des 
Chips dient. 
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Die Verformungs el entente bzw. Federelemente 3a, 3b sind in 
Form schmaler Streifen ausgefuhrt, deren Breite schm&ler ist 
als die Breite der angrenzenden AnschluSstreif en 2a, 2b. 
Diese Federstreif en verlaufen senkrecht zur Langsachse 5 des 
5 Leiterrahmens 1, die mit der Haupterstreckungsrichtung des 
Leiterrahmens zusammenf allt . 

Durch die beschriebene Formgebung wird dem ebenen Leiterrah- 
men 1 eine Flexibilitat verliehen, so daS Verspannungen in 

10 der Leiterrahmenebene, beispielsweise durch Zug in den ge- 

zeigten Richtungen 7a, 7b, wie sie bei oder nach dem Einloten 
auf Grund verschiedener thermischer Ausdehnungskoef f izienten 
auftreten konnen, vermittels der Verf ormungselemente 3a, 3b 
abgefangen werden. Dadurch wird insbesondere eine Ubertragung 

15 der Spannungen auf Teile eines einen solchen Leiterrahmen 

einbettenden Gehausekorpers 80 (in Figur 1 durch den gestri- 
chelten UmriS angedeutet) vermieden, die zu Rissen oder an- 
derweitigen Beschadigungen des Geh&uses fuhren konnen. 

20 In dem Leiterrahmen 1 sind ferner kreisf ormige Durchbruche 

6a, 6b gebildet, die die Halterung des Leiterrahmens in einem 
Gehause verbessern. Durch diese Durchbruche 6a, 6b konnen 
entsprechend geformte Zapfen eines Gehausekorpers 80 gefuhrt 
sein, die eine Verschiebung des Leiterrahmens innerhalb Ge- 

25 houses weitestgehend unterbinden. 1st der Gehausekorper 80 

beispielsweise zumindest teilweise durch Umhullen des Leiter- 
rahmens 1 mit einer Formmasse, beispielsweise vermittels ei- 
nes Sprit zguS- oder Sprit zpreSguSverf ahrens , gebildet, so 
fCillt die Formmasse die Durchbruche aus, wodurch die oben ge- 

3 0 nannten Zapfen ausgebildet werden, die im festen Zustand fur 
die zusatzliche Halterung des Leiterrahmens im Geh&use sor- 
gen. 

Weiterhin weist der AnschluSstreif en 2b einen Vorsprung 9 
35 auf, der eine zusatzliche Verankerung des Leiterrahmens im 

Gehausek6rper 80 ermoglicht und insbesondere dazu dient, eine 
Verbiegung des AnschluSstreif ens 2b und/oder des angrenzenden 
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Verformungselementes 3b aus der Leiterrahmenebene heraus zu 
verhindern. Dazu kann / wie im folgenden noch genauer be- 
schrieben wird, zusatzlich oder alternativ auch ein Vorsprung 
10 an einem Gehause dienen, der ebenfalls eine solche Verbie- 
5 gung verhindert. 

In Figur 2 ist eine schematische Aufsicht auf ein Ausfuh- 
rungsbeispiel eines erf indungsgemaSen Gehauses fur ein strah- 
lungsemittierendes Bauelement gezeigt. 

10 

Ein Gehausekorper 80 umfatet hierbei einen betreffend die au- 
Sere Kontour weitgehend rotationssymmetrischen Gehausegrund- 
korper 8 mit einem in der Abbildung kreisf ormigen UmriS, in 
den ein Leiterrahmen 1 teilweise eingebettet ist. Der Leiter- 

15 rahmen 1 ist, wie im vorigen Aus fuhrungsbei spiel , eben und 
zweiteilig gebildet, wobei die beiden Leiterrahmenteile je- 
weils einen externen AnschluSstreif en 2a # 2b und ein daran 
anschlieSendes Verf ormungselement 3a, 3b, sowie ein Chipan- 
schluJSteil 14 bzw. ein Drahtanschlufiteil 13 aufweisen. Chip- 

20 anschluSteil 14 und Drahtanschlufcteil 13 sind voneinander be- 
abstandet in einem gemeinsamem Chipanschlufibereich 4 in dem 
Gehause angeordnet. 

Weiterhin ist an den AnschluSstreif en 2a, 2b jeweils ein Vor- 
25 sprung 9a, 9b geformt, der in den Gehausegrundkorper 8 hin- 
einragt und so eine Verbiegung des Leiterrahmens 1 senkrecht 
zur Leiterrahmenebene verhindert. 

Der Gehausegrundkorper 8 besteht vorzugsweise aus einer Form- 
30 masse und ist durch Umhullen des Leiterrahmens 1 mit dieser 
Formmasse, beispielsweise vermittels eines Sprit zguS- oder 
Sprit zpreSguSverf ahrens hergestellt. Die Formmasse fullt da- 
bei auch die Durchbruche 6a, 6b und 6c in dem Leiterrahmen 1 
aus, so dafi eine mechanisch stabile Verankerung des Leiter- 
35 rahmens 1 in dem Gehausegrundkorper 8 gewahrleistet ist. 
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10 

Der Gehausegrundkorper 8 weist ferner ein Strahlungsaus- 
trittsf enster 12 in Form einer kegelstumpf artigen, sich in 
Richtung der Hauptabstrahlungsrichtung erweiternden Ausneh- 
mung auf, in die das ChipanschluSteil 14 bzw. das Drahtan- 
schlufiteil 13 des Leiterrahmens hineinragen, das heifct, mit 
einer Oberflache zumindest an den Innenraum der Ausnehmung 
grenzen, und insbesondere zumindest einen Teil der Bodenfla- 
che des Strahlungsaustrittsf ensters 12 bilden. Dazu ist in 
dem Strahlungsaustrittsfenster 12 eine gesonderte Aussparung 
18 gebildet, deren Grundflache den ChipanschluSbereich 4 bil- 
det und die Montageebene fur einen Chip bzw, eine Drahtver- 
bindung definiert. 

Die Seitenwand des Strahlunsaustrittsf ensters, die die Boden- 
flache der Ausnehmung mit der aufceren Flache des Gehause- 
grundkorpers 8 verbindet, ist derart ausgefuhrt, dafi sie als 
Ref lektorf l^che fur eine von dem Chip 16 abgestrahlte elek- 
tromagnetische Strahlung wirkt. Sie kann je nach gewunschtem 
Abstrahlverhalten eben oder konkav sein. 

Die Seitenwand ist vorzugsweise derart ausgefuhrt, daS der 
Chip 16 mittig in der'durch sie gebildeten Ref lektorwanne an- 
geordnet ist, und daS sie besonders bevorzugt im Wesentlichen 
bis an den Montagebereich fiir den Chip auf dem Leiterrahmen 1 
herangefuhrt ist. Letzteres bedeutet, dafi nur dieser Montage- 
bereich alleine im Wesentlichen die gesamte Bodenfiache der 
kegelstumpf artigen Ausnehmung darstellt. Das heiSt, daS die 
Bodenflache bevorzugt nur so groS ist, wie fur die Chipmon- 
tage notig ist. Urn dies weitestgehend zu erreichen, ist in 
der Seitenwand eine Aussparung 18 fiir eine Drahtverbindung 17 
vom Drahtanschlufiteil 13 zum Chip 16 vorgesehen (vgl . Figur 
4) . 

In Figur 3 ist ein weiteres Ausfxihrungsbei spiel eines erfin- 
dungsgemaSen Gehauses gezeigt. In Figur 3a ist die Unteran- 
sicht, in Figur 3b die Seitenansicht und in Figur 3c die Auf- 
sicht des Gehauses dargestellt. 
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Im Unterschied zu den vorher beschriebenen Ausfuhrungsbei- 
spielen sind umf angsseitig an dem Gehause Vorsprunge 10a, 10b 
und 10c angeordnet, die eine Verbiegung des Leiterrahmens 1 
senkrecht zur Leiterrahmenebene verhindern (vgl . Figuren 3b 
5 und 3c) . Das Gehause ist insbesondere fur ein LED-Bauelement 
vorgesehen. Zur Markierung des Kathodenanschlusses des Lei- 
terrahmens 1 weist das Gehause auf einer Seite eine Anschrlk- 
gung 15 sowie zwei getrennte Geh^usevorsprunge 10a, 10c auf, 
wahrend gegenuberliegend ein einziger breiterer Vorsprung 10b 
10 angeformt ist. 

Die Vorsprunge 10a, 10b und 10 c sind dabei so angeordnet, 
dafi sie in der Aufsicht bzw. in der Unteransicht mit den Ver- 
formungs- bzw. Federelementen 3a, 3b ilberlappen und so eine 
15 vertikale Verbiegung der Verf ormungselemente behindern. 

In Figur 4 ist perspektivisch ein Ausfuhrungsbei spiel eines 
erf indungsgemaSen strahlungsemittierenden Bauelements darge- 
stellt. Das Gehause des Bauelements entspricht dem vorigen 

20 Ausfuhrungsbeispiel. Auf dem von dem ChipanschluSteil 14 ge- 
bildeten Bereich der Grundflache des Strahlungsaustrittf en- 
sters 12 ist ein strahlungsemittierender Chip 16, beispiels- 
weise ein Halbleiterchip wie eine Halbleiter-LED oder ein 
Halbleiterlaser befestigt, beispielsweise aufgelotet oder 

25 mittels eines elektrisch leitfahigen Haftmittels aufgeklebt. 

Auf der von dem Leiterrahmen 1 abgewandten Vorderseite weist 
der Halbleiterchip 16 eine Kontaktf lache auf, von der aus 
eine Drahtverbindung 17 zu dem DrahtanschluSteil 13 gefuhrt 
30 ist. Die schragstehende Seitenf lache 11 des Strahlungsaus- 
trittf ensters 12 dient als Reflektor fur eine von dem Halb- 
leiterchip 16 zur Seite ausgesandte Strahlung. 

In Figur 5 ist eine Mehrf achanordnung erf indungsgemaSer Bau- 
35 elemente gezeigt. In einem Trager 19, beispielsweise einer 

Platine, ist eine Mehrzahl von Durchbruchen 20 gebildet. Wei- 
terhin weist der Trager eine Abstrahlungsseite 21 auf. 
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Auf der der Abstrahlungsseite gegenuberliegenden Seite des 
Trager ist eine Mehrzahl erf indungsgemafier strahlungsemittie- 
render Bauelemente befestigt, wobei jeweils ein Teil des Ge- 
hausekorpers 80 eines strahlungsemittierenden Bauelements ge- 
5 maS Figur 4 in einen der Durchbruche 20 hineinragt und die 
Abstrahlungsrichtung 24 durch die Durchbruche 2 0 hindurch 
verlauf t . 

Die AnschluSstreif en 2a, 2b der jeweiligen Leiterrahmen der 
10 Bauelemente liegen auf der der Abstrahlungsseite 21 gegen- 
uberliegenden Oberflache des Tragers 19 auf. Zur Befestigung 
der Bauelemente konnen Klebeverbindungen oder Lotverbindungen 
dienen. Auf Grund des eben ausgebildeten Leiterrahmens, der 
insbesondere keine Biegungen aufweist, ist der Platzbedarf 
15 horizontal und vertikal deutlich geringer als bei Bauelemen- 
ten nach dem Stand der Technik. Insbesondere ermoglicht die 
Erfindung eine teilweise versenkte Montage der Bauelemente. 

Auf Grund der beispielsweise als Federstreif en in dem Leiter- 
20 rahmen ausgebildeten Verformungselemente 3a, 3b ist der Lei- 
terrahmen ausreichend flexibel, urn Verspannungen und Verfor- 
mungen elastisch oder plastisch abzufangen/ ohne daS schadli- 
che Verspannungen auf das Gehause oder einen darin befindli- 
chen strahlungsemittierenden Chip ubertragen werden. Diese 
25 Montageanordnung ist insbesondere fur dicht gepackte flache 
Anzeigemodule geeignet . 

Vorzugsweise ist der Trager oder zumindest die abstrahlungs- 
seitige Oberflache strahlungsabsorbierend, beispielsweise ge- 
30 schwarzt ausgefiihrt, so daS der Kontrast der einzelnen strah- 
lungsemittierenden Bauelemente gegenuber der Umgebung erh6ht 
wird. Dies ist insbesondere bei Mehrf achanordnungen vorteil- 
haft # die als Anzeigevorrichtung vorgesehen sind. 



35 



In Figur 6 ist eine weitere Mehrf achanordnung erf indungsgemik- 
Ser Bauelemente gezeigt. Im Unterschied zur vorangehenden 
Mehrf achanordnung ist die in Figur 6 gezeigte Mehrf achanord- 
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nung insbesondere als Hintergrundbeleuchtung, beispielsweise 
fur eine Flxlssigkristallanzeige, geeignet. 

Auf einem Trager 19 sind wie im vorigen Ausfilhrungsbei spiel 
5 erf indungsgemaSe strahlungsemittierende Bauelemente teilweise 
versenkt montiert. Abstrahlungsseitig ist dem Trager bzw. den 
Bauelementen eine Streuplatte 22 nachgeordnet . Weiterhin ist 
der Trager 19 oder zumindest die abstrahlungsseitige Oberfla- 
che des Tragers 19 vorzugsweise gleichmafiig diffus reflektie- 
10 rend, beispielsweise weiS ausgefuhrt. Dadurch wird eine weit- 
gehend homogene Hinterleuchtung in aufieret f lacher Bauweise 
ermoglicht. Der Streuplatte nachgeordnet ist beispielsweise 
eine zu beleuchtende LCD-Anzeige 23 . 

15 Der Trager kann sowohl, wie oben beschrieben, starr als auch 
flexibel, zum Beispiel in Form einer Kunststoff- oder Kera- 
mikfolie ausbildet sein, so daS ein Hinterleuchtungs- oder 
Anzeigemodul auf einfache Weise verschiedenen Formen angepafit 
und vorteilhafterweise sogar an sich verandernde Flachen mon- 

20 tiert werden kann. 

Die Erlauterung der Erfindung an Hand der gezeigten Ausfuh- 
rungsbeispiele ist selbstverstandlich nicht als Beschrankung 
der Erfindung hierauf zu verstehen. Beispielsweise kann der 

25 Chip unmittelbar auf einer Chipmontagef lache des GehSuse- 

grundkorpers 8 montiert, zum Beispiel geklebt, sein und der 
Chip ausschlieSlich mittels Drahtverbindungen mit dem Leiter- 
rahmen elektrisch verbunden sein P Der Chip kann ebenso auf 
einem separaten thermischen Anschlufi montiert sein, der in 

30 den Gehausekorper eingebettet ist, und wiederum mittels 

Drahtverbindungen elektrisch an den Leiterrahmen angeschlos- 
sen sein. All diese Ausfuhrungs formen verlassen den Grundge- 
danken der vorliegenden Erfindung nicht. 
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Pat ent anspruche 

1. Leiterrahmen (1) fur ein oberf lachenmontierbares strah- 
lungsemittierendes Bauelement mit mindestens einem Chipan- 

5 schluSbereich (4) und mindestens einem mit diesem elektrisch 
verbundenen externen LotanschluSstreif en (2a, 2b), 
dadurch gekennzeich. net, daS 
zwischen dem ChipanschluSbereich (4) und dem LotanschluS- 
streifen (2a, 2b) ein Verformungselement (3a, 3b) ausgebildet 
10 ist, das vollstandig in ein und derselben Ebene des Leiter- 
rahmens (1) verlauft wie der LotanschluSstreif en (2a, 2b) und 
in paralleler Richtung zu einer Montageebene eines Bauele- 
mentgehauses (8) eine Bewegung des LotanschluSstreif ens rela- 
tiv zum ChipanschluSbereich (4) ermoglicht. 

15 

2, Leiterrahmen nach Anspruch 1, 

. dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Verformungselement (3a, 3b) ein Federelement ist. 

20 3. Leiterrahmen nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
zwischen dem Verformungselement (3a, 3b) und dem ChipanschluS- 
bereich (4) ein Halteelement (6a, 6b) zur Fixierung des Chip- 
anschlufibereiches (4) in dem Bauelementgehause (8) vorgesehen 

25 ist. 

4. Leiterrahmen nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
zwischen dem ChipanschluSbereich (4) und dem Halteelement 

30 (6a, 6b) ein weiteres Halteelement (6c) angeordnet ist. 

5. Leiterrahmen nach Anspruch 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das Halteelement bzw. mindestens eines der Halteelemente 
35 (6a, 6b) ein Durchbruch oder eine Aussparung im Bereich zwi- 
schen dem Verformungselement (3a, 3b) und dem ChipanschluSbe- 
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reich (4a, 4b) ist, in den bzw. die das Bauelementgehause (8) 
eingreift . 

6. Leiterrahmen nach mindestens einem der vorigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das Verf ormungselement (3a, 3b) oder der LotanschluSsstreif en 
(2a,2b) einen Fuhrungsteil (9, 9a, 9b) # insbesondere eine Nase 
(9a, 9b) aufweist, der insbesondere vom Bauelementgehause (8) 
derart gestutzt ist, daS er gegen ein Verbiegen des Lotan- 
schluSstreif ens (2a, 2b) insbesondere zur Vorderseite des Ge- 
hauses hin wirkt. 

7. Leiterrahmen nach mindestens einem der vorigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Leiterrahmen (1) insgesamt eben ausgebildet ist. 

8. Leiterrahmen nach mindestens einem der vorigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Leiterrahmen (1) zwei externe AnschluSstreif en (2a, 2b) 
aufweist. 

9. Leiterrahmen nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
zwischen den externen AnschluSstreif en (2a, 2b) und den zuge- 
hdrigen ChipanschluSbereichen (4) jeweils ein Verf ormungsele- 
ment (3a, 3b) angeordnet ist. 

10. Leiterrahmen nach einem der vorigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das Verf ormungselement (3a, 3b) einen Federstreif en umfaSt, 
dessen Streif enbreite geringer als die Breite des angrenzen- 
den AnschluSstreif ens (2a, 2b) ist. 

11. Leiterrahmen nach Anspruch 10, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

der Federstreif en quer zur Haupterstreckungsrichtung des Lei- 

terrahmens (1) verlauft. 
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12. Leiterrahmen nach einem der vorigen AnsprGche, 
dadurch g-ekennzeichnet, daS 

der Chipanschlufibereich (4) ein Chipmontageteil (14) und ein 
davon beabstandet angeordnetes Drahtanschlufiteil (13) umfafit. 

5 

13. Leiterrahmen nach einem der vorigen Anspruche, 
dadurch gekennzeich.net, daS 

der Anschlufistreif en (2a, 2b) , das Verf ormungselement (3a, 
3b) und ein diesem zugeordneter Teilbereich des ChipanschluS- 
10 bereichs (4) dee Leiterrahmens (1) einstuckig ausgebildet 
sind. 

14. Leiterrahmen nach einem der vorigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

15 der Leiterrahmen (1) mit einer die Lot- oder Bondeigenschaf - 
ten verbessernden Oberf lachenvergutung versehen ist. 

15. Gehause fur ein strahlungsemittierendes oberf lachenmon- 
tierbares Bauelement, 

20 dadurch gekennzeichnet, daS 

es mindestens einen Leiterrahmen (1) nach einem der Anspruche 
1 bis 14 enthalt. 

16. Gehause nach Anspruch 15, 

25 dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Leiterrahmen (1) derart in einen Gehausekorper (80) ein- 
gebettet ist, dafi der externe Anschlufistreif en (2a, 2b) und 
zumindest teilweise das Verf ormungselement (3a, 3b) aus die- 
sem herausragen. 

30 

17. Gehause nach Anspruch 15 oder 16, unmittelbar oder mit- 
telbar zuruckbezogen auf Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafi am Gehausekorper (80) mindestens ein Fuhrungs element, 
35 insbesondere ein Filhrungsvorsprung (10a, 10b, 10c) oder eine 
Fuhrungsnut vorgesehen ist, das mit dem Fuhrungsteil 
(9, 9a, 9b) des Leiterrahmens zusammenwirkt . 
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18. Gehause nach einem der Anspruch 15 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Gehausekorper (80) einen Geh&usegrundk&rper (8) aufweist, 
in den der Leiterrahmen (1) derart eingebettet ist, dafi der 
5 externe Anschlufistreif en (2a, 2b) und zumindest teilweise das 
Verformungselement (3a, 3b) aus dem GehSusegrundkorper (8) 
herausragen. 

19. GehSuse nach Anspruch 18, 

10 dadurch gekennzeichnet, daS 

der Gehausegrundk&rper (8) parallel zur Ebene des Lotan- 
schlufistreif ens (2a, 2b) eine im Wesentlichen kreisrunde oder 
ovale Querschnittsf orm aufweist. 

15 20. Gehause nach Anspruch 17 und 18 oder nach Anspruch 17, 18 
und 19, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Fuhrungs element am Geh&usegrundkorper (8) angeordnet, 

insbesondere an diesem angeformt ist. 

20 

21. Gehause nach einem der Anspruche 15 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

der GehausekSrper (80) bzw. der Gehausegrundkorper (8) aus 
einer Formmasse, insbesondere aus einem Thermoplastmaterial 
25 gefertigt ist. 

22. Gehause nach einem der Anspriiche 15 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Gehause ein Strahlungsaustrittsf enster (12) aufweist, in 
30 dem der Chipanschlufibereich (4) des Leiterrahmens (1) ange- 
ordnet ist . 

23. Gehause nach Anspruch 22, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
35 das Strahlungsaustrittsf enster (12) zumindest teilweise von 
Seitenf lachen begrenzt ist, die derart ausgebildet sind, dafi 
sie zumindest fur einen Teil einer von einer im Strahlungs- 
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austrittsf enster (12) angeordneten Strahlungsquelle ausge- 
sandten Strahlung als Strahlungsref lektor (11) wirken. 

24. Geh&use nach Anspruch 17 oder nach einem der Anspriiche 18 
bis 23 unter Riickbezug auf Anspruch 17, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
der Gehausekorper (80) bzw. der Gehausegrundkorper (8) als 
Fuhrungselement einen Vorsprung (10) aufweist, der mit dem zu 
stutzenden Verf ormungs element (3a, 3b) oder Lotanschlufistrei- 
fen (2a, 2b) uberlappt. 

25. Gehause nach einem der Anspriiche 15 bis 24 mit einem Lei- 
terrahmen gemaS Anspruch 6 oder gemaS einem der Anspruche 7 
bis 14 unter Ruckbezug auf Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
der Gehausekorper (80) bzw. der Gehausegrundkorper (8) eine 
Nut aufweist, in den der Fuhrungsteil (9,9a, 9b) des Verfor- 
mungselements (3a, 3b) bzw. des L6tanschluSstreif ens (2a, 2b) 
hineinragt . 

26. Oberf lachenmontierbares strahlungsemittierendes Bauele- 
ment , 

dadurch gekennzeichnet, daS 
es einen Leiterrahmen (1) gemaS einem der Anspruche 1 bis 14 
und/oder ein Gehause nach einem der Anspruche 15 bis 25 auf- 
weist. 

27. Strahlungsemittierendes Bauelement nach Anspruch 26, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

im Chipanschlu&bereich (4a, 4b) auf dem Leiterrahmen (1) oder 
gegebenenf alls auf dem Gehausegrundkorper (8) ein strahlungs- 
emittierender Chip (16) befestigt ist. 

28. Strahlungsemittierendes Bauelement nach Anspruch 26 oder 
27, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

der strahlungsemittierende Chip (16) ein Halbleiterchip ist. 
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29. Strahlungsemittierendes Bauelement nach Anspruch 27 oder 
28, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Chip (16) zumindest teilweise mit einer strahlungsdurch- 

lassigen Masse, insbesondere einer Kunststoff masse umhullt 



30. Strahlungsemittierendes Bauelement nach Anspruch 29, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die strahlungsdurchlassige Masse ein Giefiharz oder eine 
Pressmasse auf der Basis eines Reaktionsharzes, insbesondere 
ein Epoxidharz, Acrylharz oder Silikonharz oder eine Mischung 
dieser Harze ist. 

31. Anordnung mit einer Mehrzahl von strahlungsemittierenden 
Bauelement en nach einem der Anspruche 26 bis 30, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

ein Trager (19) mit einer Mehrzahl von Durchbrilchen (20) vor- 
gesehen ist und die strahlungsemittierenden Bauelemente je- 
weils mit den Anschlufistreif en (2a, 2b) an einer Bauelement - 
seite des Tragers befestigt sind, derart, dafi ihr Geh&use- 
korper (80) bzw. Gehausegrundkorper (8) jeweils in einen der 
Durchbruche (20) ragt oder diesen durchragt . 

32. Anordnung nach Anspruch 31, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
der Tr&ger (19) eine Abstrahlungsseite (21) aufweist, die 
sich an dessen der Bauelementseite gegenuberliegenden Seite 
befindet und die Bauelemente jeweils mit ihrer Vorderseite in 
bzw.durch die Durchbruche (20) ragen. 

33. Anordnung nach Anspruch 32, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

die abstrahlungsseitige Oberflache des Tragers (19) strah- 

lungsabsorbierend, insbesondere geschwarzt, ist. 
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34. Anordnung nach Anspruch 32, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die abstrahlungsseitige Oberflache des Tragers (19) diffus 

ref lektierend, insbesondere weifi, ist. 

35. Anordnung nach einem der Anspruche 32 bis 34, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
abstrahlungsseitig dem TrSger (19) eine Streuplatte (22) 
nachgeordnet ist. 

36. Anordnung nach einem der Anspruche 32 bis 35, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
abstrahlungsseitig dem Trager (19) eine Fliissigkristallan- 
zeige nachgeordnet ist . 

37. Anordnung nach einem der Anspruche 31 bis 36, 
dadurch gekennzeichnet/ daS 
der Trager (19) flexibel ausgebildet ist. 

38. Anordnung nach einem der Anspruche 31 bis 37, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

auf dem Trager (19) elektrische Leitungsstrukturen ausgebil- 
det sind. 
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FIG 7 Stand der Technik 
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